Chemicky c¢in  Ormecon tento
polyfenylamin polymerové soli  vytvari
selektivni  metodu cinovani médénych
povrchi a odpovidd vSem modernim

pozadavkiim na plosné spoje. Jeho prvni

slozka je disperze organického kovu a nanasi

se jako mezivrstva mezi méd a cin.To
zajistuje optimalni pfipravu pro nasledné
chemické cinovani. Tenka vrstva

ORMECONU ( pouze 0,08 um ) zabranuje

difizi mé&di do cinu a udrzuje tak schopnost

pajeni cinového povrchu po dobu potiebnou

v praxi. Druha slozka je chemicka cinovaci

lazen. Pokryje selektivné médény povrch

tenkou, rovnomérnou vrstvou cinu o sile 0,8

um. Vysledkem je moderni povrch s témito

vyhodami :

e Vytvafi naprosto rovné povrchy pro
technologii SMD.

e Dlouhodoba
neosazenych plosnych
meésici.

e Uspora energic a nakladd ve srovnani
s HALem, vysledkem je niz§i koncova
cena.

e Jsou pouzitelné vSechny bézné nepdjivé
masky jako ochrana pfed cinovanim.

e Umoznuje vicenasobné pajeni i s mezi
skladovanim.

e Je to ckologickd metoda, neobsahuje
olovo a pii zpracovani nevznikaji zadné
zplodiny.

e Umoznuje cinovani i ohebnych materialt
¢i jinych citlivych na tepelné zatizeni.
Viastnosti  plosného  spoje Povrch
s chemickym cinem ORMECON se paji
stejné¢ jako povrch s HALem pfetavenou
pajkou. Je vhodné pouzivat tavidla a pajky
pro bezolovanté pajeni a s dps je potfeba

pracovat v rukavicich.

Pdjitelnost : zcela odpovida IPC A630 C bod

3. Jako srovnavaci test slouzi test Rotary-

Dipping podle IPC S 804 bod 4.3. Malé vady

skladovatelnost
spoji, az 12

smaceni na velkych plochach se jesté
povazuji za dobré, tak jak je popsano v IPC A
600 bod 3. Protoze vrstva cinu po metodé
ORMECON CSN je slabsi nez obvykle, lisi
se tvar smaceni nepatrné diky péjce od tvaru
popsaného jako ,, pfipustny ,, vIPC S 815 B,
obrazek 18. Zpravidla to vede ktomu, ze
pajeci ocka nejsou pajkou uplné smacena.
Nejde vsak o negativni vliv na pajitelnost.
Skladovatelnost : Dle PERFAK 2 D je
skladovatelnost 12 mésicii od data vyroby.
Skladovaci podminky : 15 — 35 °C,45 — 75 %
relativni vlhkosti vzduchu, kdyz jsou desky
zabaleny v uzavienych PE saccich.

SMD pdajitelnost : Plosky pro SMD je tieba
kontrolovat podle PERFAG 2 D bod 12.1.
Pétinasobné pajeni, jak je zde popsano, je bez
vad smaceni povrchu.

Vizualni kontrola konecného povrchu : Na
rozdil od znamych lesklych povrcht HALu,
vznikne zde matna stiibfita, absolutné rovna
vrstva cinu. Musi byt rovnomérné svétle
stiibfita.

Ekologie : V EU se jiz rozbéhly piipravy na
omezeni pouzivani olova v elektrotechnickém
pramyslu.  WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment) nastavuje kritéria pro
sbér, zachdzeni, recyklaci a vyuziti
elektrického a elektronického odpadu. RoHS

(Restriction on Hazardeous Substances)
pfedchazi nutnost recyklace vyhozenych
elektrickych  zafizeni zdkazem  pouziti

nebezpeénych latek uz pfi jejich vyrobé. Toto
nafizeni zakazuje pouzivat napt. olovo,
kadmium, cadmium, hexavalent chromium,
samozhaSeci latky na bazi halogent. Toto
budou prvni zékony, které piimo zakazi Ci
omezi pouzivani olova v elektrotechnickém a
elektronickém pramyslu. Implementace:
WEEE - 13. srpen 2005, RoHS - 1.
cervenec 2006. V Japonsku se jesté neplanuje
zadné omezeni pouzivani olova zdkonem.
Organizace JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association) nicméné vydala doporuceni, ze
vSechny hlavni spole¢nosti by méli dokoncit

prechod na bezolovnatou technologii do
roku 2005 a ostatni spolecnosti by tak méli
ucinit do roku 2006.

Tento povrch ma proti ostatnim metoddm
prakticky samé vyhody. Vhodné je pouze
pdjeni bezolovnatymi piipravky a Cisté
zachazeni s materidlem. Pomérné tenkad
vistva kovii na médi se miiZe vlivem
mastnoty  zrukou  rychleji  narusit.
Doporucujeme  desky po  rozbaleni
v rozumné dobé osadit.

Pietaveni slitinou SnPb v brodicim valci :
jde v podstate€ o ofsetovy zpiisob, kterym se
roztaveny cin jakoby natiskne na médéné
plochy. U jednoduchych motivii se da
docilit velmi dobré jak ceny, tak i
pajitelnosti srovnatelné s HALem, avsak
material prochazi mensi tepelnou zatézi.
Povrch vsak neni zcela rovny a neni urcen
pro SMD plosky a prokovené otvory.
Pouzita slitina SnPb je navic olovnata.
Pouzivame ji u jednodusSich motivid, kde
jde o rychlost zpracovani a piedevSim o
cenu.

Pajeci lak a spray Peters : pouzivame jej
pro jednoduché desky nebo specialni ucely.
Pii pouziti do 1 mésice ma velice dobrou
p4jitelnost. Neni vhodny pro prokovené
desky, SMD plosky, pajeni v reflow peci a
na vin¢ a slozité motivy. U jednoduchych
desek ptinasi predevs§im nizsi cenu.

Hot Air Levelling ( HAL ) : je metoda
ponofeni desky do cinu snéslednym
ofezanim piebytku cinu horkym proudem
vzduchu. Tento zplsob vSak zacina
zastaravat, protoze jde o energeticky velmi
naro¢ny proces, pfi némz vznikd mnoZzstvi
zplodin a cin obsahuje neekologické olovo.
Nespliuje pozadavek dokonalé rovinnosti
plosek, nelze cinovat specialni materialy a
deska navic dostava velky tepelny Sok.
Prozatim se stadle hodné pouziva,

doporucujeme si vSak zvykat na moderné;jsi
povrchové ochrany. Zajistujeme ho extern¢.

Imersni zlato : se aplikuje chemickym
pokovenim niklem a nasledné zlatem.
Vznikl jako ndhrada HALu kvili rovinnosti,
je to vSak narocny a tedy drahy vyrobni
proces. Na plosky se paji hlife nez na cin, je
potieba asi o 20 % zvysit pajeci teplotu a
nedoporuéuji se tavidla uréena na povrch
HAL. Je vhodny pro specialni ucely.
Zajistujeme ho extern¢.

Bez povrchové upravy : je urCen pro
specidlni ucely, napf. pajeni ve viné
obzvlast jednoduchych desek a jde o
nejlevnéjsi  metodu. Rozhodné  vSak
nedoporuéujeme, meéd oxiduje velice
rychle.

Porovnavaci tabulka smacivosti pajecich
plosek jednotlivych povrchovych uprav.
Porovnavaci koeficient 1 je pajeci cinova
pasta nanesena na plo$ném spoji.

?AL Orme | Imer | Pajeci
. con |sni |[lak a
P ret’a cin zlato | spray
veni

Cerstvé

Bez 1,26 |1,72 |1,4 |0,97

starnuti

Parni

Starnuti |1,07 |1,16 |0 1,09

/8 h

155°C

41 1 1,03 |1 0

85'C/

85% /24h 1 1,21 |1,06 |1

Primér 1,08 [1,28 0,87 |0,77
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